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1. 緒 言 

パターン形成の際にエッチングなどの複雑な工

程が不要で，なおかつ量産向きの工法であるスクリ

ーン印刷法による圧電体膜の作製について，昨年度

は圧電膜材料の選定を行った1)．今年度は，ペース

トの印刷特性，使用基板材料を検討したのち，厚膜

のパターン化と基板の大型化について検討した． 

 

2. 実験方法 

鉛系圧電材料の粉末とエチルセルロース系のビ

ヒクル，溶剤を混合し，三本ロールで混練すること

によりスクリーン印刷用のペーストを作製した．セ

ラミックス基板上に下部電極としてPt電極を形成し

た後，その上に圧電体ペーストをスクリーン印刷し，

乾燥，脱バインダーの後，焼成した．印刷から焼成

のプロセスを3回繰り返したのち，圧電体の上部に

Auペーストをスクリーン印刷し，焼成することで上

部電極を形成した．作製したペーストは，30℃，シ

ェアレート24.5/sで粘度測定を行った．焼成後の圧

電体は，X線回折測定，比誘電率，P-Eヒステリシス

曲線の測定により評価を行った． 

 

3. 実験結果 

印刷用ペーストの粉末量，ビヒクル量，溶剤量な

どをパラメータとして組成を検討した．図1にペー

ストに占める粉末の重量比とペースト粘度の関係

を示す．粉末重量比の増加とともに粘度が増加し，

特に0.8以上で急激な上昇が見られた．粉末重量比が

0.82以上のペーストでは100Pa･s以上となり，スクリ

ーン印刷が困難であった．試作したペーストの中か

ら本研究の目的にあった特性をもつペーストを選

定した．また，使用する基板として４種類のセラミ

ックス基板を用意し，圧電体厚膜の作製を行った．

4種類のうち3種類は，圧電膜焼成後の基板の変形や

後工程の加工時のワレが発生したため，これら不具

合の起こらない基板を使用することとした．さらに，

アプリケーション利用が可能となるよう，選定した

ペーストと基板を用い，厚膜のパターン化と基板の

大型化について検討したところ，図2のようなP-E曲

線が得られる厚膜が得られた．このとき残留分極値

Pr=27μC/cm
2，比誘電率ε r=1300，tanδ=0.06であっ

た．これらは昨年度検討したテスト用の小型基板と

ほぼ同等の特性であった．今後，開発した厚膜の疲

労特性の評価や応用製品についての検討を行う． 
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図2：作製した圧電体厚膜パターンの  

P-Eヒステリシス曲線  
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図1：粉末重量比とペースト粘度の関係 


